PILOT MCM
Production:

· Avant la production des MCM, Il faudra définir le nombre de MCM par planche. Ceci implique un accord de principe entre GS-Präzisions AG et Hybride SA.

· Au total 150 MCM seront produits sous deux dénominations :


75 pièces EDA-00638 (MCM droit)


75 pièces EDA-00732 (MCM gauche)

· Fournitures des composants SMD ? Le CERN livrera les composants non standard comme les connecteurs ZIF, les résistances de précisions 0.1% ainsi que les thermistances. Un accord avec Hybride SA. pour la fourniture du reste des composants  SMD est à prévoir.
· Le CERN fournira les cartes de tests EDA-00718-V2 sur lesquelles seront montés les MCM. 

Soudure SMD:
· Avant de souder les composants SMD, les MCM seront étuvés à 125ºC pendant 4 heures.

· Les composants SMD devront êtres soudés dans les 4 heures suivant l’étuvage ceci afin d’éviter la délamination des couches du MCM.

· Un nettoyage minutieux du MCM après le montage des composants SMD sera réalisé afin d’éliminer toutes traces de flux de soudure. Après le lavage au ZESTRON et le rinçage à l’eau déminéralisée, plonger les MCM dans un bain d’alcool éthylique et sécher soigneusement.
· Une inspection visuelle sous microscope confirmera le bon placement des composants ainsi que l’aspect des plages de bonding.
Bonding:
· Le collage des composants ANALOG PILOT, DIGITAL PILOT et GOL doit être réalisé avec une colle conductrice thermoplastic de type Staystik ceci afin de pouvoir  décoller le composant s’il s’avérait être défectueux.
· Le composant optique est une pièce ne supportant pas de  température supérieure à 80ºC. Il sera collé avec de la colle UV du type epotecny NEA123 par 6 points sur ses flans. Cette technique permettra d’ôter aisément le composant en cas d’intervention sur le MCM. 

Le MCM sera collé temporairement sur la carte de test par des bandes d’adhésifs  kapton comme le montre la photo ci-dessous. Il doit en effet être utilisé ultérieurement avec le pixel bus pour former un half stave.
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Pendant le bonding entre le MCM et la carte de test, le MCM sera plaqué à la carte de test à l’aide d’une aspiration réalisée à travers celle-ci.

La carte de test (EDA-00718) est utilisée pour tester les MCM gauches (EDA-00732) et les MCM droits (EDA-00638).

Protection ESD :
- Le MCM est un ensemble sensible qui doit être manipulé avec des gants coton afin de ne laisser aucune trace de graisse sur les plages de bonding.

- Il faudra s’assurer que l’opérateur soit protégé contre les décharges      électrostatiques pendant la manipulation du MCM.
Protection anti traction des fibres optiques :
Afin de protéger le composant optique d’une éventuelle traction des fibres, une pièce usinée en époxy est utilisée pour bloquer les fibres sur le MCM. Cette pièce est collée (Eccobond 45®) quelques millimètres après la sortie des fibres sur la partie gainée.
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Capot de protection :
· Un capot en époxy sera collé (colle Eccobond45®) sur une partie du MCM afin de protéger les composants (voir la photo ci-dessous) une fois les tests passés avec succès. Cette opération sera réalisée au CERN.
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· Une protection mécanique viendra couvrir l’ensemble du MCM afin de protéger les connexions entre le MCM et la carte de test. La carte de test terminée sera protégée dans un emballage carton fourni par le CERN.
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La photo ci-dessus représente un MCM droit collé temporairement sur la carte de test. Le bonding a été réalisé et le premier test fonctionnel peut être fait.

Une fois le MCM validé, le capot de protection est collé (voir photo ci-dessous)
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Cet MCM est prêt à être connecté à son extender (photo ci-dessous) afin de passer le second test fonctionnel.
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